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Abstract (en)
The appliance has a cutter part (3) with blades and a counterpart (4) with forcer (5) to press the onions etc. through the cutter part. The part has a
container (6) fastened to it detachable via a bayonet lock (7) etc., on the side away from the counterpart, to hold the cut onions. The container is of
transparent material. The forcer has recesses (8) corresponding to the blades, with a depth which is pref. larger than the height of the blades.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Schneiden von Obst und Gemüse, insbesondere Zwiebeln, mit einem mehrere Schneiden (2)
aufweisenden Schneidteil (3) und einem Gegenstück (4), welche gegeneinander verschwenkbar gelagert sind, wobei zum Schneiden des
Schneidgutes (1) beim Verschwenken das Schneidteil (3) gegen das Gegenstück (4) gedrückt wird, das Gegenstück (4) einen Stempel (5)
aufweist, welcher beim Verschwenken das Schneidgut (1) durch die Schneiden (2) hindurchdrückt, indem die Schneiden (2) in korrespondierende
Vertiefungen (8) des Stempels (5) eintauchen, wobei in der eingetauchten Stellung der Schneiden (2) das Schneidteil (3) auf dem Gegenstück
(4) aufliegt, wobei das Gegenstück (4) an seiner dem Schneidteil (3) abgewandten Seite eine Aufstandsfläche (9) aufweist, welche in
Gebrauchsstellung der Vorrichtung unterhalb des Schneidteils (3) zu liegen kommt. Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass zur Aufnahme des
geschnittenen Schneidguts (1) an dem Schneidteil (3) auf seiner dem Gegenstück (4) abgewandten Seite ein Behälter (6) lösbar angeordnet ist,
wobei der Behälter (6) mit seinem Boden (11) nach oben weist und mit seiner Öffnungsberandung in dem die Schneiden (2) umgebenden Bereich
an dem Schneidteil (3) anliegt (Figur 1).
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